
鴻冠智能科技
Product Roadmap



 網頁首頁及產品分類格式比照益登:

改為鴻冠智能科技



電容式觸控面板 (PCAP)

電阻式觸控面板 (RTP)

連接器 (Connector)

被動元件

全貼合 (Optical Bonding)

嵌入式系統板

線材製作 (wire / cable)

顯示模組(LCD/OLED Panel)

發光二極體(LEDl)

變壓器(adaptor)



• 電容式觸控面板 (PCAP)

• G/G  Structure

• G/F/F  Structure

• G/F/F  Structure

• Cover Coating: AG/AF/AS/ Anti-Virus

• Laminated Safety Glass



• 電阻式觸控面板 (RTP)

• F/G Structure

• F/F/G  Structure

• 全平面

• 5-Wires

• 4-Wires



顯示模組(LCD/OLED Panel)

• LCD Module
• PM- OLED Module
• AM-OLED Module



 全貼合 (Optical Bonding)

• LCD module optical bonding with TP
• LCD panel optical bonding with TP
• OLED module optical bonding with TP 



• 連接器 (Connector)

• VGA
• DVI
• HDMI
• DP
• Wafer
• Socket
• Jack
• Housing
• SATA
• FPC Connector



被動元件

• EC Capacitor 
• Inductor
• Fuse



LED 發光二極體:



嵌入式系統版:

• Rockchip Embedded Board: RK3399, RK3288 , etc..



Wire/Cable /FFC 客製化:


